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SUPRAFLEX® 11 es una lamina flexible y de servicio superior,
fabricada con una mezclas fibras CARBO:KING® y aditivado con

S

Usos mas comunes.

grafito HEXA:GRAF®, utilizando NBR como aglutinante, su C

proceso de calandrado de ultima tecnologia resulta en un

espesor uniforme a lo largo de la lamina asegurando una alta MISI FLANGE HIGH-PRESSURE INERT GAS

calidad en el producto terminado, la mezcla especial de fibras de ERVIGE SERVICE SERVIGE

alto desempefio con el elastémero NBR brinda una inigualable ,I\ ‘O 9

flexibilidad que ayuda a facilitar el corte y minimizar

desperdicios, esta mezcla también le ayuda a aumentar su SATUREI:I STEAM  OIL & GAS PI'IEIJMATlc /AR

resistencia a temperaturas y presiones elevadas, asi mismo su SERVICE SERVICE SERVICE

alta compresibilidad le ayuda a conformarse mas facilmente a

las superficies de sellado proveyendo un sellado firme contra el ‘

fluido. CON POTABLE WATER
PELICULA PK567 SERVICE

Aplicaciones: ANTI-ADHERENTE

SUPRAFLEX® 11 es recomendado para el sellado de derivados

del petrdleo, agua, vapor saturado, gases, solventes alifaticos y

clorados, refrigerantesy productos quimicos en general. Su alta

sellabilidad le permite desempafiarse excelentemente en el

servicio a gases reduciendo las emisiones. RAITECH:
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Beneficios:

eServicio superior.

eSellado uniformey duradero.
eMultipropdsito.
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Toda la informacién técnica y las recomendaciones dadas en este documento son en base a nuestra experiencias, Sin embargo, no aceptamos cualquier tipo responsabilidad. Los datos y
valores presentados deben ser revisados por el usuario, partiendo de que el éxito en el sellado solo puede darse evaluando todos los parametros y variables directamente en el sitio de trabajo.
Los parametros en este documento son aproximados y pueden tener influencia mutua si ocurren simultdneamente, pdngase en contacto con nosotros en aplicaciones criticas o donde exista
duda.
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Espesores Disponibles:
1/32,1/16y 1/8
Dimensiones Disponibles:
60” x 60” y 60” x 120”

Tolerancia en Dimensiones $2.5%
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Tolerancias en espesores : ASTM F104.
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compatibilidades quimicas.

DATOS TECNICOS

Propiedades: SUpiEge
Placa
Anti-adherente: PK567 - Inorganico
Densidad: 1.8g/ecm3
Temperatura Maxima: 450°C
Temperatura Continua: 260°C
Presion Maxima: 130bar

Compresibilidad:

7-12%, ASTM F36a

Recuperacion:

> 50%, ASTM F36a

Incremento en Peso:

10% Fuel B, ASTM F146

Incremento en Espesor:

8% Fuel B, ASTM F146

Resistencia Tensil,

15MPa, ASTM F152

Transversal:
Retencion de Torque: 36MPa, DIN 52913
Perdida de Torque: 20%, ASTM F38
Sellabilidad: >0.20ml/h, ASTM F37
ValoresASMEM & Y Valores PxT
Espesor m y Espesor
1/8" 3 | 3000 |[/8 11500
1/16” & 1/32”| 2.5 | 1800 | [L/16” & 1/32" 24600
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Valores expresadosen barX °C

Toda la informacién técnica y las recomendaciones dadas en este documento son en base a nuestra experiencias, Sin embargo, no aceptamos cualquier tipo responsabilidad. Los datos y
valores presentados deben ser revisados por el usuario, partiendo de que el éxito en el sellado solo puede darse evaluando todos los parametros y variables directamente en el sitio de trabajo.
Los parametros en este documento son aproximados y pueden tener influencia mutua si ocurren simultdneamente, pdngase en contacto con nosotros en aplicaciones criticas o donde exista
duda.





